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　 しかしなが ら,現実には時効硬化処理が施 され
ずに使用 され ることが多い。このために鋳造のま
まの金属組織で硬 さや耐食性 を向上 させるには,
まず鋳造時の金属組織,硬 さおよび耐食性を詳細
に知る必要がある。本系合金で多 くの平衡状態の




　 1.合 金 試 料




　 試料の形状 を厚 さ1.3mm,直径9mmと して,
ワックスアップを行った。埋没は急速加熱型 クリ
ス トバ ライ ト系埋 没材 のク リス トクイ ック Ⅱ
(ジー シー,東 京)を 使用 して行った。得 られた









μmア ル ミナ懸濁液までを使用 し,鏡面仕上げと
した。sEM観 察用試料については,ド ラフ ト内









2ADW(島津製作所,京 都)を 使用 した。測定条
件 は荷重200g,負荷 時間15秒とした。1試 料に
つ き7ヶ所測定 し,最高値 と最低値 を除き,残 り
5個のデータの平均値 を求めた。
　 6.X線 回折測定
　X線 回 折(XRD)測 定 はX線 回 折 装 置
RINT2500(リガク,東 京)を 使用 した。測定条




　 7.ア ノー ド分極曲線測定
　 アノー ド分極 曲線測定 は,全 自動分極測定装
置HZ-1A(北斗電工,東 京)を 使用 した。試験
溶液 として使用 した疑似体液は,塩 化ナ トリウム
9gを蒸留水950mLに溶解 し,1%乳 酸水溶液 と
4%水 酸化ナ トリウム水溶液でpH7.4に調整後,
全量 を1000mLとした。試験溶液の温度 を37℃
に設定 し,参照電極を銀-塩 化銀電極,お よび対
極を白金電極 とした。測定開始前 に,電極反応を
単純化するために窒素ガスを導入して液中の溶存
酸素 を除去 し,自 然浸漬電位で30分保持 した。
そ の 後,掃 引 速 度1mV/secで-150mVから






















の3相 が出現 した。合金Aの β相の ピークが合
金Bの それよりも低 くなっている。合金Bで は
α2相が低角側にシフ トしていることが分かる。
　図4は 合金Aの 鋳造時(a),軟化時(b)及び
硬化処理時(c)のXRDの 結果 を示す。 α2相は
軟化及び硬化処理により鋳造状態より高角側にシ
フ トしている。
　 図5は 合金Bの 鋳造時(a),軟化処理時(b)
及び硬化処理時(c)のXRDの 結果 を示す。 α2
相は合金Aと 同様 に軟化処理後 に鋳造時よ りも
高角側 にシフ トしている。 また硬化処理後 には
PdCu規則相 は低 角側 にシフ トした。 さらに α2
相 とα1相の低角側のピークは,と もにブロー ド
ニングが見 られた。
　 4.ア ノー ド分極曲線
　図6は 各合金の鋳造時のアノー ド分極曲線 を示
す。Cu濃度が高い合金BのOCPは,低 い合金
Aに 比較 して約30mV卑な方向にシフ トした。ま
たいずれの合金 も+400mV付近で急激に電流密
度が増加する。
　 図7は 合金Aの 鋳造時(a),軟化処理時(b)
及び硬化処理時(c)のアノー ド分極曲線を示す。
Cu濃度 が低 い合金Aで は,熱 処理 を施 して も
OCPはほとんどシフ トしないことが分かる。 ま




















しか しながら硬化に寄与す るこれ らの粒内生成物
は微細であり,XRDでは明瞭 な回折線は見 られ






生 じた ことを知 ることが出来 る7～10)。なお,こ の
整合ひずみをもたらす粒内生成物は面心立方構造
(FCC)結晶の(100)上に優先 して出現することが
明 らかになっている10)。図1の 合金Bに み られる
塊状の α1中相の格子模様(ウ ィ ドマンステッテ
ン様)の 組織は,こ の領域が大 きく成長 した状態
と考 えられる10)。
　一方,固 溶体中に異種原子が置換 して入 り込む
とその格子定数の大小に応 じて,回 折ピークが低
角側 あるいは高角側にシフ トする現象が見られる。
　 図4と 図5か ら分かるように,軟 化処理によっ
て α2相はCuを 固溶 したことで高角側 にシフ ト
し,一方で,β 相 は軟化処理 によりAgを固溶 し
たことにより面間隔が大 きくなって低角側にシフ
トしたと解釈できる。硬化処理 を施す と,軟化処
理時よ りもα2相は低角側 にシフ トして,か つ β
相はピークが低 くなる。また α2相はブロー ドニ
ングが見 られ る。 α2相中にCu原 子の集合体 で
あるα1相または β相が形成 され低角側 にシフ ト
し,析出硬化が起 きていると考 えられる。一方で
β相中のCu原 子は α1相を形成す るために費や
された結果,β 相のピークが低 くなったと考 えら
れる。このXRDの ピークシフ トの考察は,合 金




の α1相と考えられ る(100)に優先的に出現 した
平板状の α2相と考えられる3)。
　次に合金の耐食性の簡便な評価法にアノー ド分





りを意味する。つ まりOCPが より貴 な電位 に位
置すれば,そ の物質は腐食の開始が遅 く,耐食性
が良いとい うことになる。本系合金の場合,図8
のCu濃 度の高い合金Bで は,合 金Aと 異 なり
OCPが800℃の軟化処理により約30mVほど貴な




なお,い ずれの試料で も+400mV付近で急激 に
電流密度が増加 しているが,こ れは試験溶液中で
AgClが生成 したことによると考 えられ る13)。
　 1.いずれの合金の鋳造組織 も800℃1時間の
拡散処理で単相にな らず,銅 濃度が高い場合 ウィ
ドマンステッテン様組織がみ られた。
　 2.銅濃度が高い と,熱処理後の硬 さは顕著に
増加 し,分極曲線は高電位側にシフ トした。
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